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ポスト５G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（助成）

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

2025年9月10日(水)

学内締切日

不要

必要

※ 貴部局にて申請がある場合は、事前連絡締切日までに所定の《事前連絡様式》にて、研究代表者名・研究分担者名等の連絡をお願
い致します。

概　　　要

【概要】
第4世代移動通信システム（4G）と比べてより高度な第5世代移動通信システム（5G）
は、現在各国で商用サービスが始まっていますが、更に超低遅延や多数同時接続といった機
能が強化された5G（以下、「ポスト5G」という。）は、今後、工場や自動車といった多様
な産業用途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得る技術と期待されてい
ます。経済産業省及びNEDOにて取り組む「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発
事業」では、経済産業省が定める研究開発計画に基づき、ポスト5Gに対応した情報通信シ
ステムの中核となる技術の開発研究として、「先端半導体製造技術の開発」を実施していま
す。

NEDOは、本事業において将来的に、ポスト5G情報通信システムで用いられる先端半導体
を国内で設計・製造できる技術を確保するため、以下の開発に取り組みます。

本公募では、研究開発計画における以下の開発テーマを対象とします。研究開発計画の要件
等を満たすよう応募をしてください。

〔2〕先端半導体製造技術の開発（助成）
（b）先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発
（b4）有機RDLインターポーザの微細化製造技術開発【GX】
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